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Generalitati. Etape tehnologice comune

+ depunerea unei masti select

Prelucrarea mecanica tdierea plachetelor, executarea decupdrilor de formele si dimensiunile necesare.
auril

In unele tehnologii se mai face gaurirea, urmata de curdtirea gaurilor
Curétirea suportului. Se inldtura orice impuritati ce compromit aderenta substratului de acoperire si in
consecintd calitatea cablajului imprimat, curdtirea se face in deﬁgn_den;é de suport si de gradul de_
impuritate a lui prin curatirea mecanicd cu abrazive, prin atac chimic, spalare cu solventi organici, in
final spalarea cu multa apa. Ultimele spalari se fac cu apa dionizata sau cel putin cu apa depurificata.
Imprimarea desenului cablajului pe suprafata suportului (transferarea imaginii cablajului imprimat 1x1
pe suprafata pregatita). Cerneala transpunerii trebuie sa fie rezistiva la acizi. Imaginea se poate face in:
* imagine pozitivé - cind sunt acoperi cein i or cablajul imprimat.
* imagine negativa — cind sunt acoperite ce in continuare vor imagini izolate.
o serie de prelucrari mecanice sau chimice si reprezintd indeplinirea insési a cablajului imprimat prin
tehnologia aleasa.
in tehnologiile care utilizeaza prelucrarea chimic3 dup ultimele tratamente chimice se efectuiazs
lachetelor prelucrate. Decor consta in spalarea succesiva cu mai multd apa

si solventi.

nerea un re de lipire, aceastd mascd se realizeaza prin acoperirea intregi_feﬁe a
cablajului pe intreaga suprafata a plachetei, inafara de suprafetele de lipire a unui lac (termoizolant al
unui rezistiv)
incriptiile cablajului pentru montarea elementelor pe suprafata lui

Ultima etapd este controlul final de calitate, de obicei se face vizual mai rare ori utilizindu-se aparaturd
speciala pentru controlul scurt-circuitului.
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Tehnoloy /&(,0e corodare”) - Implicand prelucrarea unul semifabricat placat cu CUpru 51 objinerea traseelor
circuitului imprimat prin inl3turarea unor portiuni din folia electroconductoare aderents la suportul electroizolant.
Tndepértarea acestor zone se poate face fie pe cale chimic (prin corodare) - avand in prezent cea mai mare pondere pe
ansamblul cablajelor imprimate - fie pe cale mecanics, prin frezare, pe masini comandate de calculatoare, pe care se executs
si gaurile.

izate, prin
< cupee
suport ok 1, prelucririle mecanice fard executarea gaurilor
curstarea plicilor
3. imprimarea imaginii cablajului in imaginea pozitiva
corodarea chimica ~indepartarea cuprului din regiunile
izolate
decontaminare (spalare)
indepérteaz3 cerneala protectoare cu solventi organici
executarea gaurilor
controlul vizual
Etapele finale
depunerea mastii selective de lipire
. executia inscriptionarilor
11. controlul final de calitate
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Gaurile se executa dupa corodare, pentru a se evita corodarea cuprului in interior si mai ales blocarea gaurilor cu
cerneals protectoare, foarte greu de indepartat.
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Fabricarea cablajelor imprimate cu giuri izate, cu izate, prin gi ivi

. . b desupe Prin acoperirea cuprului cu metale greu oxidabile si care usurcaza
ey L Lo dpenrisotan lipirea se obine o rezisten(d mecanicd sporitd, imunitate la actiunea
A —— s ceeald lacy Mediului, lipituri de mai bund calitate. Se folosesc: staniu, argint,
9PUSIE rareori aur sau alte metale, care rezist la actiunea agentului de
corodare folosit.

wnprisnase desen n ey

s 1. T cazul metaliziri electrochimice, giurirea se face la inceput,
in cadrul prelucrérilor mecanice.
Dup curtare
imprimarea imaginiiin imagine negativa
prin
Dupa indepitarea cernelii protectoare
corodarea cu agent care nu atacé metalul de protectie
Dezavantajul major a cablajlorcu giuri Etapele finale
nemetalizate consta in dificultatea realizarii Dup3 spalare (decontaminare)
contactelorinre conductoaredepe e opuse, controlul vizual

adicd  wecerior Trecerlede peo partepealts g geqperirea cu masca selectivi de lipire
se realizeaza utlizind pinifire) special.
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Operarea de precositorire (cositor=aliaj de lipire) consta in depunerea pe cablajul imprimat cu aliaj de lipit SnPb in b sau instalafii cu val, dupi
terminarea procesirii, inainte de depuncrea masii selective de lipire. Procedeul se numeste i este aplicabil daci sunt
destul de late iar distaniele dintre conductoare sunt destul de mari (peste =0, Smm), altfel apar scurtcircuitari. Mai frecvent se realizeaza
precositorirea dupi depuncrea i selective de lipire, acoperind cu aliaj numai punctele de lipire,
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Hapyryio ¢ umipeii 8- KOHTPONL
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nocie nepex s "ITOT MPONECC HATBIBACTCA Ty KEHHEM i IPHMEHHM, ECTH
a 6 .5 MM), B IPOTHBHOM CITya€ BOHHKAIOT
KOpOTKHE 3anbikaiis. Yaiiie yKenis HoCIIe Hatecenis aiiKi, OKPHIBAS CILIABOM TOAKO TOYKH MaliKkH.
T T
[Fabricarea cablajelor imprimate cu gauri r prin gie substractiva
—folie cuiprs
e N _Tupenzel™ 1. cea mai importantd operatie este prelucrarea mecanicé iniiald.
i s [ cadrul prelucrri initiale se efectuiaz3 gaurirea plachetei cu
= supr depus ajutorul burghiurilor speciale cu viteza de rotatie pina la 20000 de

rot/min,care efectuiaza gaurirea prin aschiere. Gaurile se curits

bine cu aer sub presiune chiar in timpul efectuarii gaurilor.

cuprare chimic, prin care se depune un strat foarte subtire de

cupru (1~ 5um) cu rol de asigurare a conductibilitatii intregii

metalizare suprafete.

cupru depus 3. imprimarea desenului, in imagine negativi

4. cuprare galvanics (operatie rapid3, iefting), prin care se creste un
strat de cupru de 10~ 100um, dup necesitat

cuprare chimch

e (cermeals) 5
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uprace electrochimica

metalizare
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e, S 6. indepartarea cer-nelii protectoare
decontianinse sc tenmose- 7. corodarea foliei de cupru
3 e we 8 spélare (decontaminare) > 9. Etapelefinale
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Cablajele cu giuri metalizate sunt net superioare calitativ fafd de cele cu gauri
selecuvd de lipwe
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“cupru dia folia  nemetali-zate, dar si mult mai scumpe (cam de 2 ori) - necesitd utilaje

wmpal speciale pentru gaurire, procesul dureazi mult si prescriptiile tehnologice
(temperaturi, durate, comporilii ale bailor de tratare chimica, .. trebuie
LEseciale oy Sricl
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Fabricarea cablajelor multistrat prin tehnologia substractiva

B

Procesul elaborarii cablajului multistrat prin tehnologia
substractivé incepe cu elaborarea cablajului imprimat
nemetalizat far3 executarea gaurilor,pe 2 sau mai multe
placi semifabricate.

2. plécilor cu adsugarea unui izolant
intermediar si se preseazi la incalzire

corodare a izolantului din gauri pentru evidentierea
reliefului Cu-lui asigurénd o mai buns calitate a adeziunii
Cu-lui a cablajului cu metalizarea gaurii.

4. gaurilor (sia elor exterioare) s a
cablajului imprimat exterior

ere gl cu izodat
Mo ot izl

PR —
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Pozitionarea precis a plicilor la suprapuncre se face
utilizind gauri de ghidare in plici si stifturi (tije) de ghidare.
Executarea precisi a giurilor (poziie, diametru ...) se obfine
prin prelucrarea mecanici pe masini speciale, conduse de
caleulatoare in a caror memoric este introdus planul de
gurire.

entahoare
coprare chamich
e desen i pegativ
cuprare gabanch

Fabricarea cablajelor multistrat prin tehnologia substractiva

B

Mpolecc pa3spaBoTku MHOTOCAOi HOV PasBOaKH C
NIOMOWLbI0 CYBTPAKTUBHOM TEXHONOTUH HaUMHAETCA C
Pa3paBOTKM HEMETaANMNECKOM NeJaTHON Pa3BoakM Ge3
CBepnenis oTBepCTUlt Ha 2 wnu Gonee nonybabpukaTax.

supepumese i u ot 2. nnacrumc
I M30NATOPa W ONPeCCOBKa NPy Harpese
@stuEma 3, KOpPO3MA UIONALMM B OTBEPCTUAX AN BbIACIEHUA

penbeda Cu, 0BeCnEe|MBaIOLET0 NyLIEE KAHECTBO
CUNeHWA NPOBOAOB C MEABIO C MeTanM3aLmelt

oreepcThA.
4. oTBEpCTHIA (M BHEWHIX "
o BHELWHAA NevaTHas NPOBOAKA
Touroe nnactin
oo ¢ noMoIIBI0 oteperHii B
ks d ITACTHHAX I urridyros. Touroe
ceponce manch e b

OTBEpCTHiE (IOIOKERITE, MAMETP ...) I0CTHTATCH

Ha crankax,

YIPABIAEMBIX KOMIBIOTEPAMH, B IAMSATE KOTOPLIX BCTABIICH
T1aH CBEpIIeHHs.

i adtive Sunt ind cu iile de sinteza si se utilizeaza practic aceleasi utilaje,aceleasi
elemente ca la cablajele cu giuri metalizate. incercirile de a realiza intr-un acelasi lant de operatii tehnologice,
atat impril catsi i gaurilor, au dus la dezvoltarea tehnologiilor aditive de fabricare a

cablajelor imprimate, in care materialul de la care incep operatiile este, suportul izolant.

TSt izobat

suport izolant care se prelucreaza mecanic i se gaureste it

se curat

se catalizeazs intreaga suprafats p
se face o cuprare chimics, realizand un strat subtire (1 - Sum) e cimics
pentru a face conductoare intreaga suprafat3

imprimarea desenului in imagine negativa

cuprare galvanic, crescind un strat de cupru gros, in functie de
ot -
metalizarea conductoarelor

i cupr deps
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Inl3turarea cernelii protectoare
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A OHM NOXOMM Ha TeXHOMOTMM M p: T0 e
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7. MeTannu3auus NpoBOAHMKOB gl
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9. KPAaTKOBPEMEHHaR KOPPO3UA ANA YAANEHMA XUMMYECKHN OCAXKAEHHOTO g

cnos mean ~> §
indepirt cemenl

10. AesaKTnBauyA (04MCTK) (126 de protectie

11. BU3YanbHbIA KOHTPONL y

12. cenekTuBHan Nan/IbHan Macka .
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e Sinteza In T2 de sinteza ST Zolantul dintre ele se realizeaza prin depunert
succesive de material, de regul pe suporturi ceramice.

tehnologia paturilor groase, conductoarele dintr-un strat se obgm pnn vopswe cu pastd dln saruri metalice folosind
0 masca serigrafica sau un sablon cu degajarile Dupa reducere prin ardere,
se obtin traseele metalice. Izolantul se depune sub form3 de pasta ceramica (oxizi de aluminiu), umpland spatiile
dintre conductoare prin vopsire si stergere cu racleta. Dupa ardere pentru intarirea ceramicii, se trece la formarea
urmitorului strat.

izolant

swortcennic [EQR g

TeXHONOTAA CHHTE3a B TEXHONOTM CHHTE3a NPOBOAHMKM 1 NSONATOP MENEY RMMM W3rOTaBMBAIOTCA MyTEM

06bI4HO Ha Kep: Kite onopbl.
Mo TONCTBIX CNOEB B C/10€ NO/Y4AIOT OKPACKOI NacToi U3 coneit MeTannos ¢
e Mackn pa i# nevatit uan Wabnoka ¢ 3a30pamm, COOTBETCTBYIOLMMM
MNocne NYTEM CKUFaHUA OCTAIOTCA Clefbl METaNNA. M30NALMA
HaHOCMTCA B BUAE KEPAMMUECKO NacTbl (OKCMAb! 3anoAHAA np YTKI Mexay

nyTeM NOKPACKM 1 NPOTMPaHMA pakenem. Mocne obwura AnA
cneaytowmit cnoi.

comductoare
izolant

suport Cenuk:




tehnologia paturilor subtiri, metalul pentru conductoare si izolantul ceramic se depun prin evaporarea in vid a
substantei, incalzite la topire. Tn vid inaintat (sub 10-torr) moleculele se deplaseazi rectiliniu, in fascicule
moleculare sau ionice. Pentru formarea conductoarelor, in calea fasciculului molecular se intercaleaza sabloane cu
degajari 5 traseelor iar pentru cresterea izolatiei se folosesc sabloane complementare
celor pentru conductoare,dar grosimea straturilor este mic —0,1 — 1um.
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meTann ana W Kep Kan M30MALNA nyTem Bakyy
BelecTsa, Harp npn B BbICOKOM Bakyyme (Hike 10-6 Topp) MoneKy/bl ABUKYTCA
NPAMOSIMHEIAHO, B MONEKYNAPHBIX UM MOHHBIX CBA3KaX. [na Ha nyTn
nyuxa y3opbi ¢ apm
e A WabNOHbI, p , HO TOALIMHA CNOEB HeBenwKa - 0,1 - 1

MKM.

Alte metode

TEXHONOPHUECK AR CXEMA UATOTORNENAN CAOKR WETOAOM ~TEITMNC™ TEXIOAOF UIECKAR CXEMA USOTORAEKMS  CAGES  CYBTPAXTUmLAL
MO MAOBAME M CYXOTD RAEUDLLOND SOTOREIMCTA ETBAOM € IEOARDOGAAEN METANNGPETUETA (AN EOWAELD
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TEXHOAQFWIECKAS, CXEMA WAOTOBAEHMR CAOER

METOADM “TiARIE- SORMMPORALLL EPEEBACE I ADVXCAOROM TRKETE,

[ITRRTRNITS

VTR METOGNM IR

cotpmciune oTazecmd
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VOrOTOBNERVE MENATHbIX AT METOROM “TEHTVHM™

MSOTORAEIME AEVXCTOROMIER

FPHRPECCOBMBAME © NOCUTEAER
HAPYZHIE CADER NPORDAMAKOR

CHERAEWISE CXROTINX OTAERCTI

MMIAUMA IOBEPXIOCTH W CTEMOK
TIAGRIAAOK . SUARATRIAS METAN—
RIS O THEPL TS

TeRaAENE WE L eSO
peaacTA =

3D MID (Molded Interconnection Device)

realizeaz prin apli i pe suprafata unui dispozitiv din material plasti
de Cu Expunere:inscriptionare directs cu laser; aplicare a unei mastifoto 3D. Aplicare fotorezist
Coeantenve nyrem Ha

Metalizarea plasti

XummdeckAm ocaxaenuem. BosgelicTeue: NpAMan nasepHan 3D-oro macku.

Géuri de trecere metalizate

Layout strat de cupru

\,

Taieturi cu laser Acoperire ne-electrica cu cupru




Structurare
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Metalizare
chimica
cupru
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APYIHX METOROB IPAMOTO COEANHEHMA.




